
书书书

第 38卷第 11期 现代化工 Nov． 2018
2018年 11月 Modern Chemical Industry

专论与评述

中国集成电路用化学品发展现状
王海霞1，冯应国2，仲伟科1*

( 1．中国化工经济技术发展中心，北京 100723; 2．山西省煤化工发展促进中心，山西 太原 030001)

摘要:从硅片、制程化学品两个大方面综合分析了国内外集成电路用材料的总体供求状况。在制程化学品方面，按超净高
纯特种气体、光刻胶、湿电子化学品、CMP 抛光材料四大部分，介绍了国际主要生产商、国内生产商及新建项目、市场消费情况，
并对未来市场发展进行了预测。
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“中兴通讯事件”引爆了国人对于集成电路产
业乃至电子产业核心技术的关注。目前，电子产业
成为社会经济发展的核心动力，是我国经济发展到

现阶段必须自我掌控的核心产业。在电子产业发展
中，电子化学品有着不可替代的关键作用。电子工
业的发展要求电子化学品产业与之同步，因此，电子

化学品成为世界各国为发展电子工业而优先开发的

关键材料之一。早在 2011 年我国颁布的《产业结
构调整指导目录》中，鼓励类第二十八项信息产业
中包括了“半导体、光电子器件、新型电子元器件
等电子产品用材料”，国家集成电路产业投资基金
也于 2014 年成立。但是，经过多年的努力，我国
半导体集成电路产业仍然是很轻易地被“卡了脖
子”，这不能不引起我们的深思。作为化工行业从
业者，也有必要认真认识一下我国为集成电路产

业配套的化学品产业的状况，认清形势，找到差

距，既不盲目悲观，也不能被非理性情绪裹挟，而

应该激发理性自强的心态与能力，通过自力更生

掌握核心技术。
半导体集成电路用化学品归属于电子化学

品，后者泛指电子工业中所使用的化工材料，具有

品种多、质量要求高、用量小、对环境洁净度要求
苛刻、产品更新换代快、资金投入量大、产品附加
值较高等特点。电子化学品按终端应用领域划分
为半导体 ( 集成电路 /分立器件 /传感器 ) 、显示器
件( LCD /OLED) 、印刷电路板 ( PCB) 、新能源电池
等四大领域。

1 产业概况

半导体产业协会 ( SIA ) 发布统计数据显示，
2017年全球半导体销售额达 4 122 亿美元，同比增
长 21. 6%。其中，半导体材料市场达 469亿美元，包
括 278亿美元的芯片制造材料和 191亿美元的封装
材料。在芯片制造材料市场中，硅片材料、电子气
体、掩模版、光刻胶、光刻胶配套、CMP 材料、湿化学
品、靶材、其他材料占比分别为 31%、14%、14%、
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6%、7%、7%、6%、3%、12%。
我国工信部统计数据显示，2017 年，生产集成

电路 1 565 亿块，比上年增长 18. 2%。中国半导体
行业协会发布的统计数据显示: 2017 年中国半导体
产业实现销售收入 5 411. 3亿元，同比增长 24. 8%，
创历史新高。其中，集成电路设计业销售收入为
2 073. 5亿元，同比增长 26. 1%; 封装测试业销售收
入达 1 889. 7亿元，同比增长 20. 8%;集成电路制造
业销售额约 1 448. 1 亿元，同比增长 28. 5%。根据
海关统计，2017年中国进口集成电路 3 770亿块，同
比增长 10. 1%;进口金额 2 601. 4亿美元，同比增长
14. 6%。2017 年中国出口集成电路 2 043. 5 亿块，
同比增长 13. 1%; 出口金额 668. 8 亿美元，同比增
长 9. 8%。
据相关机构统计，2017 年我国集成电路用化学

品市场销售额在 540 亿元左右，涵盖的化学品主要
有:电子气体、光刻胶、CMP 材料、超净高纯试剂及
光刻胶配套化学品等。

2 半导体用硅片

按常规分类，半导体硅片一般不包括在化学品

范围内。但半导体硅片是目前最重要的半导体材
料，全球 95%以上的半导体芯片和器件是用硅片作
为基底功能材料而生产出来的。半导体硅片的原料
为电子级多晶硅，是通过化学工艺生产的。目前，我
国电子级多晶硅和大尺寸硅片的生产都处于刚起步

的状态，因此有必要对我国硅片的产业状况进行

梳理。
半导体硅片按直径划分有 6 英寸 ( 150 mm) 、

8英寸 ( 200 mm ) 、12 英寸 ( 300 mm ) 、18 英寸
( 450 mm) 等规格。从技术和成本的角度看，硅片直
径越大，在一个硅片上可制作的集成电路芯片数就

越多，每个芯片的成本也就越低。因此，大硅片是硅
片制备技术的发展方向。目前 12英寸是市场主流，
相关机构估计 2017年占全球硅片出货量的 66. 1%。
18英寸硅片设备研发难度极大，各国目前尚在研发
阶段。

SEMI SMG公布的统计数据显示，2017 年全球
硅片出货量为 118. 1亿平方英寸( MSI) ，而 2016 年
为 107. 38亿平方英寸; 收入共计 87. 1 亿美元，比
2016年的 72. 1亿元高出 21%。
目前，全球半导体硅片市场由日本信越化学、胜

高( SUMCO) ，中国台湾环球晶圆，德国世创，韩国
SK Siltron五大公司把控。2017 年它们共占据了全

球硅片市场约 94%的市场份额，其中各自的份额分
别为 28%、25%、17%、15%和 9%。这 5家公司在 12
英寸硅片市场的占有率超过 97%。
预计 2022年全球硅片出货量将达到 173 亿平

方英寸，2017—2022年期间年均增长 8%左右;市场
规模将达到 175亿美元左右，2017—2022 年均增长
率在 15%左右; 12 英寸以上的大尺寸硅片将占据
90%以上的市场。
目前国内企业生产的主要是 6 英寸及以下硅

片，国产化率为 50%; 8 英寸硅片国产化率 10%; 国
家集成电路产业投资基金全力支持的上海新昇半导

体科技有限公司 12 英寸硅片的生产线 2017 年投
产，并进入客户测试程序。截至 2017 年底，我国
硅片总产能达到 4 100 万片 / a，其中 8 英寸及以下
产能为 3 760 万片 / a，2017 年新建成了 2 套 12 英
寸硅片生产线，现有及在建拟建半导体硅片项目

如表 1。
表 1 我国现有半导体硅片生产商及在建拟建项目

万片 / a

公司

现有项目 在建拟建项目

6英寸

及以下
8英寸 12英寸 8英寸 12英寸

金瑞泓科技(衢州)有限公司 300 168 — — 360

有研新材料股份有限公司 270 24 — — 12

洛阳麦斯克电子材料有限公司 480 60 — — —

昆山中辰矽晶有限公司 360 40 — — —

中环环欧半导体有限公司 240 — — — —

合晶集团公司 280 — — — —

上海申和热磁电子有限公司 500 — — — —

上海新昇半导体科技有限公司 — — 180 — 540

重庆超硅半导体 — 600 — — 60

成都超硅半导体 — — — — —

宁夏银和半导体科技有限公司

(申和热磁)

— 180 — 180 240

郑州合晶硅材料有限公司 — — — 240 300

晶盛机电、中环股份 — — — —

北京奕斯伟科技有限公司 — — — — —

安徽易芯半导体有限公司 — — 160 — —

四川经略长丰半导体有限公司 — — — 120 480

淮安德科码半导体有限公司 — — — — 24

华虹宏力半导体制造有限公司 — 186 — — 36

无锡华润微电子控股有限公司 — 72 — — —

合计 2430 1330 340 540 2052
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2017 年国内的总需求约为 45 万片 /月，预计
2018年需求量在 109万片 /月。

3 集成电路制程化学品

3. 1 超净高纯特种气体
超净高纯特种气体包括纯气和二元、多元混合

气。纯气己发展至 100余种:混合气己有 17 类、330
多个品种，大约 1 000 多种规格。超净高纯特种气
体配套性很强，根据不同用途分别有电子级、载气
级、发光二极管级、光导纤维级、VLSI 级( 超大规模
集成电路级) 等。
在集成电路产业链里，超净高纯特种气体用于

硅片的沉积、蚀刻、光刻、掺杂、退火或者腔室清洗
等。按照在集成电路中的作用可分为掺杂气体、外
延气体、离子注入气体、发光二极管用气体、刻蚀气
体、化学气相沉积用气体、载运稀释气体七类。
目前，全球超净高纯特种气体主要生产商包括

法国液空、美国空气化工产品、德国林德、日本昭和
电工、小松电子、杜邦、韩国大成产业气体、韩国 SK、
日本住友、韩国 OCI，以及中国台湾的联华实业、京
和科技等。

2017 年全球半导体行业超净高纯特种气体销
售金额约 38. 9 亿美元; 预计 2017—2022 年期间年
均增长 5. 7%，2022年将达到 51. 4亿美元。
我国进行超净高纯特种气体开发研究工作较早

的有化工部光明化工研究所、化工部黎明化工研究
院等单位。国外大型气体公司在 20世纪 80年代开
始在华布局建设特种气体厂或分装厂，在推动我国

超净高纯特种气体产业发展的同时，也在一定程度

上扼杀了我国在该产业创新和超越发展的动力。例
如电子级氯化氢，在我国正在进行“八五”攻关之
际，大批的廉价进口产品进入中国市场，研发无疾

而终。
目前我国生产超净高纯特种气体的企业超过

50家，大部分半导体用气体都能生产，仍有某些产
品还不能生产，如高纯砷烷、叔丁基砷、三乙基砷、叔
丁基磷、溴化氢、二乙基硅烷、六氟乙烯等。

2017 年我国超净高纯特种气体产能 ( 包括用
于其他电子行业如印刷电路板和平板显示 ) 为

10. 03万 t / a，总体开工率不足 50%。2017年新投产
项目有: 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司

3 000 t /a 硅烷、内蒙古兴洋新材料科技有限公司
3 000 t /a硅烷、苏州金宏气体股份有限公司 8 500 t /a
扩产项目等。2017 年我国主要超净高纯特种气体

生产企业如表 2。
表 2 目前我国主要超净高纯特种气体生产企业情况

t / a

生产企业
2017年

产能
装置地点 产品品种

苏州金宏气体股份有限公司 12000 江苏苏州 氨、三氯化硼等

大连保税区科利德化工科技开发

有限公司

9800 辽宁大连 氨、三氯化硼、

三甲基镓、

六氟化硫

山东绿菱电子材料有限公司 6000 山东东明 氧化亚氮

成都科美特特种气体有限公司 5200 四川省

彭州市

三氟化氮、

四氟化碳

湖南高安新材料有限公司 5000 湖南岳阳 氨

海宁市英德赛电子有限公司 4500 浙江海宁 氨

美国空气化工产品公司 4000 安徽芜湖 氨

液化空气(南通)工业气体有限

公司

4000 江苏南通 氨

大成(合肥)气体有限公司 3000 安徽合肥 氨

住友精化(扬州)有限公司 3000 江苏扬州 氨

福建久策气体集团有限公司 3000 福建福州 氨及氧化

亚氮等

陕西有色天宏瑞科硅材料有限

责任公司

3000 陕西榆林 硅烷

内蒙古兴洋新材料科技有限公司 3000 内蒙古

鄂尔多斯

硅烷

爱思开新材料(江苏)有限公司 2000 江苏镇江 三氟化氮

爱康尼克晶体硅(芜湖)有限公司 2000 安徽芜湖 乙硼烷、砷烷、

硅烷、锗烷

浙江建业微电子材料有限公司 2000 浙江建德 氨

郴州湘能半导体气体有限公司 2000 湖南郴州 氨

其他 26820

合计 100320

我国一些大宗超净高纯特种气体产能隐隐出现

过剩现象，如:硅烷，我国目前硅烷产能 1 万 t / a 左
右，还有一些在建拟建项目;目前我国高纯氧化亚氮

产能也接近 1万 t / a，产能最大的是山东绿菱电子材
料有限公司;我国目前高纯氨产能在 3. 9 万 t / a 左
右。前几年受国内光伏太阳能“大跃进”般的发展
影响以及技术门槛较低，国内上马的高纯氨生产总

量大大超出实际需求，虽然可以出口一部分到东南

亚地区，但国内市场高纯氨价格还是一路狂跌，个别

外资工厂也将氨生产线改产; 三氟化氮主要用于平

板显示设备、半导体芯片和光伏电池板，目前我国总
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产能在 10 000 t /a 左右，最大的为雅克科技控股的
成都科美特特种气体有限公司( 4 000 t /a) ，其次为
爱思开新材料( 江苏) 有限公司( 2 000 t /a) 。目前
我国三氟化氮年需求量约为 4 500 t。
目前我国特种气体在建拟建项目超过 10个，其

中正在建设的有欧中电子材料( 重庆) 有限公司一

期 1 215 t /a项目、江苏锦泰实联电子材料有限公司
2 280 t /a项目。

2017 年我国超净高纯特种气体总体消费量约
6. 2万 t，自给率不到 70%。其中集成电路行业消费
量占 40%左右，国内自给率不足 40%。
3. 2 半导体用光刻胶
光刻胶又称光致抗蚀剂，是光刻工艺的关键化

学品，主要用于集成电路和分立器件的微细加工，同

时在 FPD、LED、光伏、磁头及精密传感器等制作过
程中也有广泛应用。光刻胶的主要成分为树脂、
单体、光引发剂及添加助剂四类，其中，树脂约占
50%～60%，单体约占 35%～45%。
据 SEMI 统计，2017 年全球半导体集成电路用

光刻胶市场总值约 23. 5 亿美元。全球能够生产光
刻胶的企业为数甚少，主要有:美国 Shipley( 陶氏收
购) 、Futurrex、杜邦 ( 现与陶氏合并 ) ; 德国 Micro
resist technology、Allresist; 日本东京应化、瑞翁、住
友、信越、日产化学、JSＲ; 瑞士 GES; 韩国东进化学、
东友精细化工;台湾亚洲化学、台湾长春集团等，这
些企业占到全球 98%的市场份额。
我国光刻技术远远没有跟上电子行业生产规模

的发展速度，光刻胶生产至今还停留在初级阶段，现

有的几家国内生产企业所生产的产品只能用于低端

液晶显示器、中低端集成电路和分立器件。2017 年
我国光刻胶总产能( 包括平板显示及印刷电路板行

业用) 接近 1万 t / a，总体开工率仅 27%。目前我国
主要半导体用光刻胶生产企业见表 3。
其中仅苏州瑞红电子化学品有限公司、北京科

华微电子材料有限公司、东进电子材料( 启东) 有限
公司三家有能力生产半导体行业用光刻胶，2017 年
产量合计约 560 t。
韩国东进世美肯( Dongjin Semichem) 计划在中

国再建一套光刻胶装置。国内企业徐州大晶新材料
科技集团有限公司 2016年做了一个 400 t /a光刻胶
及相关产品的环评; 浙江永太科技股份有限公司在

浙江台州建设了一套 1 500 t /a光刻胶项目，2018年
初已建成，但尚未投入生产。江苏博砚电子科技公
司计划收购韩国 COTEM 公司 60%股份，并利用该

表 3 2017年我国集成电路用光刻胶主要生产企业情况
t / a

生产企业 2017年产能 装置地点

上海飞凯光电材料有限公司 5000 安徽安庆

北京北旭电子材料有限公司 1500 天津

东进电子材料( 启东) 有限公司 1200 江苏启东

阜阳欣奕华材料科技有限公司 1000 安徽阜阳

苏州瑞红电子化学品有限公司 400 江苏苏州

北京科华微电子材料有限公司 320 北京顺义

潍坊星泰克微电子材料有限公司 200 山东潍坊

浙江永太科技股份有限公司 150 浙江台州

苏州华飞微电子材料有限公司 100 江苏苏州

江苏博砚电子科技公司 100 江苏宜兴

合计 9970

公司技术在国内建设 1 000 t /a 项目。江苏艾森半
导体材料股份有限公司 2018 年开始在南通建设
2 000 t /a光刻胶项目，计划 2019年下半年投产。

2017 年我国半导体行业光刻胶消耗量约
1. 13万 t，国产化率约 5%。预计 2022 年我国光刻
胶总产能将达到 14 000 t /a，按开工率 50. 5%计算，
产量将达 7 100 t，2017—2022 年产能和产量年均增
长率分别为 7. 1%和 21. 3%。预计 2022 年，我国光
刻胶总需求量将达到 1. 92 万 t，2017—2022 年我国
光刻胶表观需求量年均增长率约 11. 2%，2022 年对
外依赖率下降为 55. 6%。
3. 3 抛光垫和抛光浆料
化学机械抛光，又称化学机械平坦化，英文缩写

为 CMP。CMP 技术将磨粒的机械研磨作用与氧化
剂的化学作用有机地结合起来，可实现超精密无损

伤表面加工，满足集成电路特征尺寸在 0. 35 μm 以
下的全局平坦化要求。

CMP 技术所采用的设备及消耗品包括: 抛光
机、抛光浆料、抛光垫、后 CMP 清洗设备、抛光终点
检测及工艺控制设备、废物处理和检测设备等。其
中抛光浆料和抛光垫为消耗品。

CMP 抛光垫一般由含有填充材料的聚氨酯材
料制成，用来控制毛垫的硬度。抛光垫的表面微凸
起直接与晶片接触产生摩擦，以机械方式去除抛光

层在离心力的作用下，将抛光液均匀地抛洒到抛光

垫的表面，以化学方式去除抛光层，并将反应产物带

出抛光垫。
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CMP 抛光浆料一般由超细固体粒子研磨剂( 如
纳米 SiO2、Al2O3 粒子等) 、表面活性剂、稳定剂、氧
化剂等组成，固体粒子提供研磨作用，化学氧化剂提

供腐蚀溶解作用。按照磨粒的不同，CMP 浆料主要
分为二氧化硅浆料、氧化铈浆料、氧化铝浆料和纳米
金刚石浆料等几大类。
( 1) CMP 抛光垫
目前全球生产半导体抛光垫的企业主要是陶氏

( 罗门哈斯) ，其垄断了集成电路所需抛光垫约 79%
的市场份额。国外其他生产商有美国卡博特、日本
东丽、台湾智胜科技有限公司、日本 Fujibo Holdings、
韩国 KPX Chemical、日本 Nitta－Haas Incorporated 等
公司。据 SEMI统计，2017 年全球半导体用抛光垫
销售额约 19. 7亿美元。预计 2017—2022 年全球半
导体抛光垫市场年均增长 5. 8%，2022 年将达到
26. 1亿美元。
国内企业在化学机械抛光领域起步较晚，目前

与国际先进水平仍有较大差距。国内有少数企业采
用国外公司主要是 3M 技术少量生产中低端产品，
用于蓝宝石行业。2016 年 8 月湖北鼎龙控股股份
有限公司采用自主技术建设的一期 10 万片 / a 项目
投产，2017年底进入芯片客户系统。苏州观胜半导
体科技有限公司 5 万片 / a 项目于 2017 年 12 月投
产。另外安集微电子科技( 上海) 有限公司据称也
有生产半导体用抛光垫的能力。
湖北鼎龙控股股份有限公司计划建设二期

40万片 / a项目; 2016 年 11 月，宁波江丰电子材料
股份有限公司和美国嘉柏微电子材料股份有限公司

正式宣布就半导体集成电路化学机械研磨用

( CMP) 抛光垫项目进行合作; 苏州观胜半导体科技
有限公司也有进一步扩能的计划。

2017 年我国半导体集成电路用抛光垫产能
37万片 / a，但实际产能估计只有 25 万片 / a，实际产
量估计不到 1 万片。2017 年我国集成电路用 CMP
垫消耗量约 110万片，对外依赖率为 99%。
预计 2022年我国集成电路用 CMP 抛光垫产能

将达到 150 万片 / a，产量将达 75 万片。预计 2022
年我国集成电路用 CMP 抛光垫需求量为 188 万片，
2017—2022年期间年均增长率将在 11. 3%左右。
( 2) CMP 浆料
目前全球半导体抛光浆料市场主要被美国、日

本、韩国企业所垄断，包括日本的 Fujimi、Hinomoto
Kenmazai，美国的卡博特、杜邦、Ｒodel、Eka，韩国的

ACE 等所垄断，这些企业占据全球 90%以上的高
端市场份额。2017 年全球半导体集成电路用
CMP 浆料销售额约 13. 1 亿美元。预计 2017—
2022 年全球 CMP 浆料市场年均增长 5. 5%，2022
年将达到 17. 2 亿美元。
我国市场 CMP 浆料中低端领域已国产化，但半

导体集成电路用 CMP 浆料基本依赖进口。国内企
业如天津晶岭和安阳方圆等，其产品主要用于手机

玻璃盖板等领域的抛光，用于晶圆抛光比较勉强。
由于集成电路抛光浆料具有很高的技术要求，配方

处于完全保密状态，我国只有安集、国瑞升、新安纳
等少数企业掌握部分低端技术，所以在集成电路等

高端领域 CMP 浆料则主要依赖进口。目前我国
CMP 浆料生产商见表 4。

表 4 2017年我国集成电路用 CMP浆料
主要生产企业情况 万 t / a

生产企业 2017年产能 装置地点

浙江新创纳电子科技有限公司 0. 40 浙江嘉兴

湖北海力天恒纳米科技有限公司 0. 20 湖北黄冈

海迅天津晶岭电子材料科技有限公司 0. 20 天津

安集微电子科技( 上海) 有限公司 0. 20 上海浦东

北京国瑞升科技股份有限公司 0. 10 北京房山

上海新安纳电子科技有限公司 0. 05 上海

合计 1. 15

湖北鼎龙控股股份有限公司正在进行 CMP 浆
料的前期工作，预计未来几年将取得工业化成果。
上海新安纳电子科技有限公司 2016 年进行了
4 000 t /a电子级二氧化硅抛光液生产项目的环
评。CMP 浆料的配方非常关键，我国一旦获得突
破，生产将快速发展，开工率也将迅速提高。预计
2022 年我国 CMP 浆料产能将达到 4 万 t / a，产量
将达 2. 6 万 t。

2017年我国 CMP 浆料表观消费量约 4. 78 万 t，
预计 2017—2022年我国 CMP 浆料表观需求量年均
增长率将在 9. 7%左右，2022年达 7. 6万 t。
3. 4 湿电子化学品( 超净高纯试剂及光刻胶配套
化学品)

超净高纯试剂，又称工艺化学品，与光刻胶配套

化学品合称为湿电子化学品，是微电子、光电子湿法
工艺制程中使用的液体化工材料。
超净高纯试剂包括酸类、碱类和有机溶液类等。
光刻胶配套化学品主要由一种或几种通用超净
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高纯试剂加入水、有机溶剂、螯合剂、表面活性剂等
混合而成。包括有机溶剂、稀释剂、显影液、漂洗液、
蚀刻液、剥离液等，光刻胶配套试剂与光刻胶配套
使用。
据 SEMI 报告，2017 年半导体行业中超净高纯

试剂销售金额约 15. 8亿美元，光刻胶配套化学品市
场规模在 19. 5亿美元，两者合计约 35. 3亿美元。
当前，世界湿电子化学品生产商包括欧美公司:

德国巴斯夫、美国亚什兰、美国 Arch化学品、美国霍
尼韦尔、美国空气产品、德国 E. Merck、美国 Avantor
Performance Materials、ATMI 等; 日本公司: 关东化
学、三菱化学、京都化工、日本合成橡胶、住友化学、
和光纯药工业( Wako) 、Stella－Chemifa 等;以及中国
台湾、韩国、中国大陆本土企业等。

2017年我国湿电子化学品( 包括 PCB、平板显
示等用途 ) 总产能达到 115. 3 万 t / a，开工率约
44. 2%。我国主要湿电子化学品生产企业情况见
表 5。
表 5 2017年我国主要湿电子化学品生产企业情况

万 t / a

生产企业
光刻胶

配套

超净高

纯试剂
总产能

东进电子材料( 启东) 有限公司 13. 5 0 13. 5

惠州东进世美肯电子材料有限公司 10 0 10

杭州格林达电子材料股份有限公司 9 0 9

湖北兴福电子材料有限公司 4. 5 4 8. 5

江阴江化微电子材料股份有限公司 1. 26 4. 84 6. 1

住化电子材料科技( 西安) 有限公司 0 5. 8 5. 8

昆山欣谷微电子材料有限公司 1 4 5

旭昌化学科技( 昆山) 有限公司 3. 22 1. 7 4. 92

住化电子材料科技( 合肥) 有限公司 3. 84 0 3. 84

江阴市润玛电子材料有限公司 0 3. 8 3. 8

苏州晶瑞化学有限公司 0 3. 6 3. 6

巨化集团凯圣公司 0. 5 2. 8 3. 3

长春化工( 江苏) 有限公司 2. 76 0. 3 3. 06

江苏达诺尔科技股份有限公司 0 3 3

北京东进世美肯科技有限公司 3 0 3

合肥东进世美肯科技有限公司 2. 91 0 2. 91

重庆东进世美肯电子材料有限公司 2. 676 0 2. 676

苏州博洋化学股份有限公司 1 1 2

其他 5. 9 18. 4 21. 32

合计 65. 1 53. 2 115. 3

目前中国有很多湿电子化学品在建或拟建项

目，其中在建且将于 2019 年前投产的项目有: 巴斯
夫化学品 ( 嘉兴 ) 有限公司在浙江嘉兴建设的

1. 2万 t / a硫酸项目于 2018 年 5 月投产; 江阴江化
微电子材料股份有限公司在江苏江阴的 3. 5 万 t / a
项目将于 2018年底投产、在四川成都的 5 万 t / a 项
目将 2019年底投产、在江苏镇江的 6. 3 万 t / a项目
将 2019 年底投产; 湖北兴福电子材料有限公司
2 万 t / a项目在建;苏州晶瑞化学股份有限公司在
江苏如皋的 8. 7 万 t / a 项目计划 2019 年 7 月投
产。预计 2022 年我国超净高纯试剂产能将达到
167 万 t / a。
目前，我国湿电子化学品应用市场中，半导体、

平板显示器、光伏分别占 36. 5%、37. 5%、26%。
2017年我国湿电子化学品总消费量约 68 万 t，半导
体行业消耗了大约 24. 8万 t。

4 其他半导体材料

集成电路制造过程中还要用到掩膜版，又称光

罩，其主要材料为石英玻璃。当前世界半导体产业
最尖端工艺的主导权主要掌握在 Intel、三星和台积
电( TSMC) “三强”手中，这 3 家公司所用的光掩膜
版中超过半数是各公司自已制造的，外购光掩膜版

数量较少。外销半导体掩膜版市场集中度也很
高，美国 Photronics、大日本印刷株式会社 DNP 和
日本凸版印刷株式会社 Toppan 3 家占据了 80%以
上的市场份额。Photronics 和 Toppan 在中国都建
有工厂。
高纯溅射靶材主要是指纯度为 99. 9%～99. 999 9%

的金属或非金属靶材，应用于电子元器件制造的物

理气象沉积( PVD) 工艺，是制备晶圆、面板、太阳能
电池等表面电子薄膜的关键材料。目前我国在半导
体市场几乎空白，2016 年江丰电子取得突破，在台
积电实现了供货。
另外，除了硅片和靶材外，集成电路化学品基本

上都是制程化学品，使用后需要回收、再生处理，这
就涉及到处理用的化学品。随着集成电路升级换
代，还衍生出一些用量少、用途特殊的化学品。

5 总结

我国集成电路行业在国际市场上总体处于一个

代工的地位，从硅片到制程化学品，几乎所有的高端

产品国内都处于弱势。世界硅片市场 12 英寸硅片
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已经占到全球硅片出货量的 66. 1%，而我国刚刚有
2个工厂在 2017年建成并尝试进入市场; 特种气体
方面，国内企业集中在大宗而且产能过剩的气体品

种上;光刻胶的国产化率仅 5%左右; CMP 抛光垫刚
刚试生产，CMP 浆料国产化率在 10%左右; 超净高
纯试剂情况略好，但是在光刻胶配套化学品市场，韩

国东进在我国建成的工厂仅产能就占了我国总产能

的一半，实际市场占有率估计在 70%左右。总之，
我国集成电路用化学品乃至集成电路产业，距离摆

脱“卡脖子”并真正成为我国发展新经济的动力，还
有很长的路要走，任重道远，时间紧迫。
措施建议: ( 1) 国家政策支持及保护知识产权。

我国已经在《产业结构调整指导目录》把半导体材
料列为鼓励类，国家也成立了集成电路投资基金，并

已经在大硅片等领域取得实际性突破。但是，“中
兴通讯事件”风波告诉我们，我国政府的决心和力
度还不够，不仅仅要盯紧硅片，还要投放更多精力

在配套材料方面。应采取更多措施，发挥社会和
市场的力量，建立创新性的管理机制，吸引人才并

留住人才，建立长效机制，并切实保护知识产权，

才能推动电子材料的现状，提高国产化率，拥有市

场话语权。
( 2) 市场进入门槛。世界集成电路行业经过了

充分的市场竞争，已经形成了稳定的产业链。行业
领先者们已经形成了完善的市场进入机制和产品创

新孵化机制，形成了一个无形的“圈”。新的投资者
即使开发出新产品，也很难打入圈内，获得客户试

用。我国集成电路加工市场庞大，对集成电路的需
求在全世界市场所占份额也位列前茅，我国应该充

分利用市场机会，建立有利于国内企业发展新产品

的市场进入机制，推动国内科研产业化。
( 3) 控制污染。之所以我国电子行业体量大，

成为理想的代工地，就是因为中国过去对污染控制

比较松，发达国家不希望把电子产品制造过程材料

消耗造成的污染留在自己的国家。但是如此大规

模的代工生产，对推动我国电子产业关键核心技

术的发展并没有起到很大的作用，相反留下了很

多污染。随着我国环境保护力度的加大，我国应
该对集成电路加工产业进行控制，对项目进行有

效甄别，发展国内必须的产品，杜绝新建扩建大进

大出式的代工厂。
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